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(57) Abstract: The invention relates to a method for the temporary connection of a product substrate (2) to a carrier substrate (6), 
comprising the following method steps: - application of a connecting layer (5) onto a product substrate-accepting side (60) of the 
carrier substrate (6) in a connecting surface section (13) of the product substrate-accepting side (60), - application of an anti-
adhesion layer (4) having a low adhesive force onto a connecting side (2u) of the product substrate (2) in an anti-adhesion surface 
section (15) of the connecting side (2u), the area of which at least partially, in particular predominantly, preferably substantially 
entirely corresponds to the area of the connecting surface section (13), wherein an accepting space (14) delimited by the connecting 
layer (5) and the carrier substrate (6) as well as the product substrate (2) and the anti-adhesive layer (4) is formed for receiving 
structures (3) that protrude from the connecting side (2u) and that are provided on the connecting side (2u) of the product substrate 
(2), - alignment of the product substrate (2) relative to the carrier substrate (6) and connection of the connecting layer (5) to the anti-
adhesive layer (4) on a contact surface (16). 

(57) Zusammenfassung: 
[Fortsetzung auf der nachsten Seite] 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum temporaren Verbinden eines Produktsubstrats (2) mit einem Tragersubstrat (6) mit 
folgenden Verfahrensschritten: - Aufbringen einer Verbindungsschicht (5 ) auf eine Produktsubstrataufiiahmeseite (60) des 
Tragersubstrats (6) in einem Verbindungsflachenabschnitt (13) der Produktsubstratufnahmeseite (60), - Aufbringen einer 
Antihaftschicht (4) mit geringer Adhasionskraft auf eine Verbindungsseite (2u) des Produktsubstrats (2) in einem mit dem 
Verbindungsflachenabschnitt (13) zumindest teilweise, insbesondere zumindest iiberwiegend, vorzugsweise im Wesentlichen 
vollstandig, flachenmaBig korrespondierenden Antihaftflachenabschnitt (15) der Verbindungsseite (2u), wobei ein von der 
Verbindungsschicht (5) und dem Tragersubstrat (6) sowie dem Produktsubstrat (2) und der Antihaftschicht (4) begrenzter 
Aufiiahmeraum (14) zur Aufiiahme von an der Verbindungsseite (2u) des Produktsubstrat (2) vorgesehenen, von der 
Verbindungsseite (2u) abstehenden Strukturen (3) gebildet wird, - Ausrichten des Produktsubstrats (2) gegeniiber dem 
Tragersubstrat (6) und Verbinden der Verbindungsschicht (5) mit der Antihaftschicht (4) an einer Kontaktflache (16). 


